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(57) Resumo: SUBSTRATO PARA CABEGA DE IMPRESSAO DE
JATO DE TINTA, CABECA DE IMPRESSAO DE JATO DE TINTA,
METODO PARA FABRICAGAO DE UMA CABEGCA DE IMPRESSAO
DE JATO DE TINTA E APARELHO DE IMPRESSAO DE JATO DE
TINTA A presente invengao se refere a um substrato para uma cabega
de impressao de jato de tinta compreende: uma base; uma pluralidade
de resistores de aquecimento para aquecer a tinta, os resistores de
aquecimento estando dispostos na base e produzindo calor em um
caso onde os resistores de aquecimento sdo energizados; uma
primeira camada de protecdo disposta nos resistores de aquecimento
e tendo propriedades de isolamento; e uma segunda camada de
protegdo disposta na primeira camada de protegdo e tendo
condutividade. A segunda camada de protegdo inclui segdes
individuais dispostas para cobrir individualmente a pluralidade de
resistores de aquecimento, uma segdo comum conectando as seg¢des
individuais e seg¢bes de conexao interpostas entre as segodes
individuais e a segdo comum e conectando as segdes individuais e a
segdo comum. As segdes de conexdo estdo dispostas em posigdes de
modo a estar em contato com a tinta e incluem um material que se
modifica para um filme de isolamento por uma reagio eletroquimica
com a tinta.
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“SUBSTRATO PARA CABECA DE IMPRESSAO DE JATO DE TINTA, CABECA DE
IMPRESSAO DE JATO DE TINTA, METODO PARA FABRICACAO DE UMA
CABECA DE IMPRESSAO DE JATO DE TINTA E APARELHO DE IMPRESSAO DE
JATO DE TINTA”

[0001] A presente invencado se refere a substrato para cabeca de impressao de
jato de tinta, cabeca de impressdo de jato de tinta, método para fabricagao de

cabeca de impresséao de jato de tinta e aparelho de impressao de jato de tinta
ANTECEDENTES DA INVENCAO

Campo da invengao

[0002] A presente invencdo refere-se a um substrato para uma cabeca de
impresséo tipo de jato de tinta, para realizar impressdo em um meio de impressao
iatravés da ejecéo de tinta, de acordo com um método tipo jato de tinta, uma cabeca
de impressédo de jato de tinta tendo o substrato, um método para manufaturar a
" cabega de impressao de jato de tinta e um aparelho de impresséo de jato de tinta.

. Descrigao da técnica relacionada

[0003] E convencionalmente conhecida uma cabeca de impressao de jato de
tinta, incluindo camaras de liquido e resistores de aguecimento perto das cadmaras
de liquido em que a ebulicdo do filme é causada na tinta, na camara de liquido, pelo
calor gerado energizando os resistores de aquecimento, e a energia de uma bolha
gerada faz com que a tinta na camara de liquido seja ejetada.

[0004] No momento da impresséo, os resistores de aquecimento da acima
mencionada cabeca de impresséo de jato de tinta sdo ocasionaimente afetados por
acdo fisica, como o impacto da cavitagdo causada pela geragdo da bolha,
encolhimento, e desaparecimento na tinta e/ou a agdo quimica da tinta. A fim de
proteger os resistores de aquecimento da acéo fisica e da agéo quimica, uma
. camada de protecdo superior é disposta para cobrir as porgdes superiores dos
resistores de aquecimento.

[0005] Esta camada de protegdo superior é disposta em uma posigdo de modo a
estar em contato com a tinta. Ainda, j4 que a camada de protegdo superior €

formada acima das porcées superiores dos resistores de aquecimento, a
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temperatura das porgées superiores da camada de protecdo aumenta
imediatamente. Em um ambiente tdo severo, a camada de protecdo superior &,
normalmente, suscetivel a corrosdao. Consequentemente, a camada de protecéo
superior € formada com um material que tem excelente resisténcia a agao fisica e a
agdo quimica, tal como resisténcia ao impacto, resisténcia ao calor e resisténcia a
corrosao. Mais especificamente, a camada de protegao superior € formada com um
filme metalico de Ta (tantalo), um elemento do grupo da platina Ir (iridio) ou Ru
(ruténio) ou similares, satisfazendo as acima mencionadas condi¢des.

[0006] Incidentalmente, estes materiais sdo condutivos. Em um caso onde uma
corrente flui através camada de protecdo superior, uma reagao eletroquimica
ocasionaimente ocorre entre a camada de protecdo superior e a tinta, assim,
danificando a fungdo da camada de protegéo superior. De modo a prevenir isto, uma
camada de isolamento (uma camada de protecdo tendo propriedades de isolamento
elétricas) é disposta entre os resistores de aquecimento e a camada de protegao
superior, para que uma corrente fornecida aos resistores de aquecimento nao flua
através da camada de protecao superior.

[0007] Em tal configuragdo, hd um caso onde um curto circuito ocorre por
alguma razdo e uma corrente flui diretamente dos resistores de aquecimento ou
fiacao ligados a esse para a camada de protegcéo superior. Em um caso onde o curto
circuito faz com que a corrente flua através da camada de protecéo superior, uma
reacao eletroquimica entre a camada de protecado superior e a tinta ocasionalmente
ocorre em uma regido através da qual a corrente flui, desse modo, degradando a
camada de protegao superior.

[0008] De modo a impedir o curto circuito de degradar uma grande porcéo da
camada de proteg¢ao superior, considera-se eficaz fornecer a camada de protecao
superior tal que, em um caso onde o curto circuito ocorra, a regido da camada de
protecao superior na qual o curto circuito ocorre pode ser eletricamente separada de
outra regiao.

[0009] A patente japonesa aberta a inspecgao publica, n°® 2001-080073 descreve

que, a fim de proteger os elementos constituintes de uma cabec¢a de impresséao de
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jato de tinta de uma descarga eletrostatica, uma pluralidade de camadas de tantalo
dispostas para cobrir individualmente os resistores de aguecimento sido conectadas
através de elementos fusi'veis, cada um dos quais & estourado em um caso onde o
resistor de aquecimento correspondente ¢ danificado.

SUMARIO DA INVENCAO

[0010] Em tal configuracdo, a camada de protecao superior precisa servir a dois
papéis. Um dos papéis é proteger os elementos constituintes inferiores abaixo da
camada de protecdo superior da agédo fisica e da agéo quimica, e este é o papel
original da camada de protegao superior. De modo a servir a este papel, a camada
de protecao superior tem que ter um certo nivel de espessura. O outro papel &
formar parte da camada de protegao superior para ser os elementos fusiveis e, em
um caso onde um dos resistores de aquecimento é danificado, estourar o elemento
fusivel correspondente. Ja que metal de alto ponto de fusdo, como o Ta ou um
elemento do grupo da platina é usado para a camada de protegdo superior, grande
energia € necessaria para estourar os elementos fusiveis. Consequentemente, de
modo a alcancar este papel, € desejavel que a camada de protegéao superior seja a
mais fina possivel. Em outras palavras, ha o problema de que os dois papéis tém
exigéncias contraditérias para a espessura do filme. Por exemplo, ha uma
preocupac¢ao que, em um caso onde a camada de protegcdo superior € projetada
para ser espessa, para alcangar longa duragdo da cabega de impresséao, torna-se
dificil estourar os elementos fusiveis e a confiabilidade da cabeca de impressao de
jato de tinta é reduzida.

[0011] Por isso, um objeto da presente invencdo é fornecer uma cabec¢a de
impressao de jato de tinta que tem tanto longa duragdo quanto alta confiabilidade.
Ainda, outro objeto da presente invencao é fornecer um método para manufaturar a
cabeca de impressao de jato de tinta, um substrato para a cabec¢a de impressao de
jato de tinta e um aparelho de impressao de jato de tinta.

[0012] De acordo com a presente invengdo, que resolve o problema acima
mencionado, é fornecido um substrato para uma cabega de impressao de jato de
tinta compreendendo: uma base; uma pluralidade de resistores de aquecimento para
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aquecer a tinta, os resistores de aquecimento: estando dispostos na base e
produzindo calor em um caso onde os resistores de aquecimento sao energizados;
uma primeira camada de protecao disposté nos resistores de aquecimento e tendo
propriedades de isolamento; e uma segunda camada de prote¢do disposta na
primeira camada de protecédo e téndo CGndutividade, em que a segunda camada dé
protegao inclui se¢des individuais dispostas para cobrir individualmente a pluralidade
de resistores de aquecimento, uma se¢do comum conectando as seg¢des individuais
e secgbes de conexao interpostas entre as seg¢bes individuais e a segdo comum e
conectando as seg¢des individuais € a se¢gdo comum, e as se¢des de conexao estdo
dispostas em posigées'de modo a estar em contato com a tinta e incluem um
material que se modifica para um filme de isolamento por uma reagéo eletroquimica
comatinta. |

[0013] Na configuracéo da presente invencdo, em um caso onde um curto
circuito ocorre na camada de protegéo superior, uma reagédo eletroquimica entre a
camada de protegao superidr e a tinta forma uma camada de isolamento nas seg¢oes
de conexao conectando as segdes individuais e a segdo comum. Isto permite a uma
regido da camada de prdtegéo superior na qual o curto circuito ocorre ser separada
de outras regides. A presente invengéo' pode separar a regido da camada de
proteg¢ao superior na qual o curto circuito ocorre das outras regibes sem requerer
grande energia para estourar elementos fusiveis. Ainda, de acordo com a presente
- invengdo, em um caso onde a camada de protecao superior € separada, a camada
de protegéo superior ndo alcanga uma alta temperatura como aquela em um caso
onde os elementos fusiveis séo estourados. Consequentemente, danos aos bocais
podem ser reduzidos. - » |

[0014] Atributos adicionais da presente invengao se tornaréo evidentes a partir
da seguinte descricdo das modalidades exemplares (com referéncia aos desenhos
anexos). '

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

[0015] A fig. 1 é uma vista perspectiva esquematica de um aparelho de
impresséo de jato de tinta de uma primeira modalidade;
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[0016] A fig. 2A é uma vista perspectiva esquematica de uma unidade de cabeca
de impressao de jato de tinta da primeira modalidade;

[0017] A fig. 2B é uma visté perspectiva esquematica de uma cabeca de
impressao de jato de tinta da primeira modalidade;

[0018] A fig. 3A é uma vista de plano esquematica de uma porgdo em volta de
secdes de agao térmica de um substrato para a cabeca de impresséao de jato de tinta
da primeira modalidade;

[0019] A fig. 3B é uma vista transversal secional da porgdo em volta das se¢des
de acao térmica do substrato para a cabeca de impressdo de jato de tinta da
primeira modalidade;

[0020] A fig. 4A é uma vista de plano de uma regido de filme fino de uma
camada de protegado superior da primeira modalidade;

[0021] A fig. 4B é uma vista transversal seccional esquematica da regido de
filme fino da camada de protegao superior da primeira modalidade;

[0022] As figs. 5A a 5C sao diagramas de circuito da primeiro modalidade;

[0023] As figs. 6A a 6F sao vistas transversais seccionais esquematicas para
explicar um processo de manufatura da cabega de impressédo de jato de tinta da
primeira modalidade;

[0024] As figs. 7A a 7F sao vistas de plano esquematicas para explicar o
processo de manufatura. da cabe¢a de impressdo de jato de tinta da primeira
modalidade; |

[0025] As figs. 8A e 8B sao vistas esquematicas de uma regido de filme fino de
uma camada de protecdo superior de uma segunda modalidade;

[0026] As figs. 8C a 8G sao vistas para explicar um processo de manufatura da
regido de filme fina da camada de protecéo superior da segunda modalidade;

[0027] As figs. 9A e 9B séo vistas esquematicas de um regi&o de filme fino de
uma camada de protec¢ao superior de um terceira modalidade; e

[0028] As figs. 9C a 9G sao vistas para explicar um processo de manufatura da
regido de filme fino da camada de protecédo superior da terceira modalidade.
DESCRIGCAO DAS MODALIDADES
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[0029] Com referéncia aos desenhos, a explicagdo sera feita abaixo em um
aparelho de impressao de jato de tinta, uma cabega de impressao de jato de tinta e
um substrato para a cabeg¢a de impressao de jato de tinta, de acordo com as
modalidades da presente invengéao.

Primeira Modalidade

[0030] A fig. 1 & uma vista perspectiva esquematica de um aparelho de
impressao de jato de tinta de uma primeira modalidade da presente invengdo. Um
aparelho de impresséo de jato de tinta 1000 mostrado na fig. 1 inclui um carro 211
para montar uma unidade de cabecga de impressao de jato de tinta 410 mostrada na
fig. 2A, de modo que uma face de ejegdo de tinta de uma cabega de impresséo de
jato de tinta 1 fique voltada para um meio de impressao.

[0031] O carro 211 é guiado e suportado por uma haste guia 206, de modo que o
carro 211 possa mover-se em uma dire¢ao de varredura principal mostrada por uma
seta A. A haste guia 206 é disposta para estender-se na diregao da largura de ij
meio de impressdo. Uma correia 204 & ligada ao carro 211. A correia 204 é
conectada a um motor do carro 212 através de uma roldana. A forga motriz do motor
do carro 212 é transmitida ao carro 211 pela correia 204, por meio da qual o carro
211 move-se ao-longo da haste guia 206.

[0032] Um cabo flexivel 213 é ligado ao carro 211. O cabo flexivel 213 é
configurado para ser conectado a unidade de cabega de impresséo de jato de tinta
410 em um caso onde a unidade de cabeca de impressédo de jato de tinta 410 &
montada no carro. De acordo com os dados de impressédo, um sinal elétrico de uma
unidade de controle, que ndo é mostrada na figura, é transferido para a cabeca de
impresséao de jato de tinta 1.

[0033] Um meio de impressdao é alimentado a partir de uma secdo de
alimentagao de folha 215 e transmitido por um rolo de transporte, que nao é
mostrado na figura, em uma direcdo de transporte, isto & uma direcdo de
subvarredura mostrada por uma seta B. »

[0034] O aparelho de impresséo de jato de tinta 1000 sequencialmente imprime
uma imagem no meio de impressao repetindo uma operacdo de impressao de
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' éje(;éo de tinta, enquanto move a cabec¢a de impressao de jato de tinta 1 na diregao

de varredura principal e uma operagao de transporte, de transportar o meio de
impressao na diregao de subvarredura. ‘
[0035] Como descrito acima, o aparelho de impressao de jato de ti_nta 1000 da
modalidade presente € um, assim chamado, aparelho de impresséo'de jato de tinta
de varredura em série, que' imprimé uma .imagem movendo a cabeca de impresséao
de jato de tinta 1 na diregdo de varredura principal e transportando o meio de
impressao na direcéo de subvarredura.'In'cident_almente, a presente invengéo nao é
limitada a isto, e também pode ser 'aplicad_a a um, assim chamado, aparelho de
impresséao de jato de tinta full-line, usando uma cabega de impresséo de jato de tinta
que se estende a largura inteira de um meio de impressao.

'[0036] A fig. 2A é uma vista perspectiva esquematica da unidade de cabeca de
impressdo de jato de tinta da primeira modalidade. A unidade de cabeca de
impressao de jato de tinta 410 mostrada na fig. 2A tem forma de um cartucho, em

‘que a cabec¢a de impressao de jéto de tinta 1 é integrada com um tanque de tinta
404. O tanque de tinta 404 tem'porariarhente armazena tinta e fornece a tinta a
cabeca de impresséao de jato de tinta 1. | _

[0037] A unidade de cabeca de impresséo de jato del tinta 410 pode ser montada
e desmontada do carro 211 mostrada na fig. 1. Um membro de fita 402 para Tape
Automated Bonding (TAB), tendo um terminal para fornecer forga é ligado a unidade
de cabega de impressao de jato de tinta 410. A forca é seletivamente fornecida dos
contatos 403 a sec¢des de agdo térmica 117 da cabega de impresséo de jato de tinta
1 pelo membro de fita 402. | o

[0038] Incidentalmente, a cabega de impressao de jato de tinta da presente
invencéo nao é limitada & forma da unidade acima mencionada, na qual a cabega de

‘impresséo de jato de tinta é integrada com o tanque de tinta. Por exemplo, a cabega
de impressao de jato de tinta pode estar em uma forma em que um tanque de tinta
que é removivel e que, em um caso onde a quantidade restante de tinta no tanque
de tinta chegue a zero, o tanque de tinta & desmontado e um novo tanque de tinta é
montado. Ainda, a cabegﬁa de impressao de jato de tinta pode estar em uma forma
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em que a cabeca -de‘ impressao de jato de tinta é separada do tanque de tinta e esta
é fornecida através de um tubo ou similares.

[0039] Ainda, a cabeca de impressao de jato de tinta da presente invengao nao é
limitada aquela aplicada a um aparelho de impressdo de jato de tinta serial. A
cabega de impress&o de jato de tinta da presente invengéo pode ser uma cabega de
impressao de jatb de tinta tendd bocais através de uma regido que corresponde a
largura total de um meio de impresséo, como aquele aplicado a um aparelho de
impresséo de jato de tinta de linha. |

[0040] A f.ig. 2B é uma vista perspectiva esquemética da cabegé de impressao
de jato de tinta da primeira modalidade. A fig. 2B é uma vista em corte parcial da
cabecga de impressao de jato de tinta 1. ‘

[0041] Na cabega‘ de impressao de jato de tinta 1 da presente modalidade, um
membro de formagéo'de caminho de fluxo 120 é disposto em um substrato 100 para
a cabegé de impressao de jato de tinta. Entre o substrato 100 para a cabega' de
impressédo de jato de tinta e o membro de formagao dé caminho de fluxo 120, séao
definidas uma pluralidade de camaras de liquido 132 capazes de armazenar a tinta
‘nas mesmas, caminhos de fluxo de tinta 116 que estdo em comunicagdo com as
cdmaras de liquido 132 e uma camara de liquido comum 131 que estd em
comunicagé@o com as camaras de liquido 132 através dos caminhos de fluxo de tinta.
O substrato 100 para a cabecga de impressao de jato de tinta tem uma porta de
fornecimento de tinta 130, penetrando o substrato 100, para a cabeca de impresséao
de jato de tinta. A porta de 'fornecimento de tinta 130 é disposta para corresponder a
camara de liquido comum 131 e tem a forma de um retangulo estendendo-se em
uma diregdo do arranjo da pluralidade das camaras de liquido 132. A camara de
liquido comum 131 esta ém comunicag&o com a porta de fornecimento de tinta 130.
[0042] As camaras de liquido 132 incluem as segbes de acgao térmica 117. As
portas de ejecdo 121 sao formadas erh posicées correspondentes as segbes de
acao térmicas 117 no membro de formagédo de caminho de fluxo 120. Ainda,
resistores de aquecjménto 108 sao dispostos em posicdes correspondentes as
.segées de acgao térmica 11 7, do substrato 100 para a cabeca de impressado de jato
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de tinta.

[0043] Em um caso onde’ a tinta}é fornecida do tanque de tinta 404 a cabeca de
impressao de jato de tinta 1, a tinta é fornecida a camara de liquido'comum 131
atraves da porta de fornecimento de tinta 130, do substrato 100 para a cabeca de
impressdo de jato de tinta. A tinta fornecida a camara de liquido comum 131 é
fornecida as camaras de liquido 132 através dos caminhos de fluxo de tinta 116,
Nesta ocasiao, a agao capilar faz com que a tinta na camara de liquido comum 131
seja fornecida aos caminhos de fluxo de tinta 116 e as camaras de liquido 132, e um
menisco € formado nas portas de ejegdo 121, por meio do qual a superficie liquida
da tinta pode ser estavelmente mantida.

[0044] De modo a ejetar a tinta, os resistores de aquecimento 108 dispostos em
posicdes correspondentes as camaras de liquido 132 séo énergizados através da
fiagdo, para gerar a energia térmica nos resistores de aquecimento 108. Como
resultado, a tinta nas camaras de liquido 132 é aquecida e bolhas sao geradas pela
ebulicdo do filme. A energia da vgeragéo da bolha faz com que goticulas de tinta
sejam ejetadas das portas de ejegao 121.

[0045] A fig. 3A é uma vista de plano esquematica de uma porgao ao redor das
secbes de acao térmica da cabeg¢a de impressdo de jato de tinta da primeira
modalidade da presente invengdo. A fig. 3B & uma vista transversal secional
esquematica parcial do substrato tomada ao longo da linha llIb-1lib da fig. 3A.

[0046] A cabeca de impressao de jato de tinta 1, parte da qual e
esquematicamente mostrada nas figs. 3A e 3B, compreende o substrato 100 para a
cabeca de impressao de jato de tinta e o membro de formagao de caminho de fluxo
120 aderidos ao substrato da cabecga de impresséao de jato de tinta. Na fig. 3A, que é
uma vista de plano, uma regido mostrada como o membro de formagao de caminho
de fluxo 120 é uma superficie de contato entre 0 membro de formagdo de caminho
de fluxo 120 e o substrato 100 para a cabeca de impresséao de jato de tinta.

[0047] O substrato 100 para a cabeca de impressao de jato de tinta compreende
uma base de silicio 101. Uma camada de acumulagéo de calor 102 é disposta na
base para suprimir a dissipagdo do calor gerado pelosvresistores de aquecimento
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108. A camada de acumulacido de calor 102 é feita de um filme termicamente
oxidado, um filme de SiO (6xido de silicio), um filme de SiN (nitreto de silicio) ou
similares.

[0048] Uma camada de resistor de aquecimento 104 e uma camada de fiagéo de
eletrodo 105 s&do dispostas na camada de acumulagédo de calor 102. A camada de
resistor de aquecimento 104 ¢ feita de resistores tendo a fungcdo de elementos de
conversao eletrotérmicos que geram calor em um caso onde os elementos de
conversao eletrotérmicos sdo energizados. A camada de fiagdo de eletrodo 105 é
feita de um material metalico como Al (aluminio), Al-Si (aluminio silicio) ou Al-Cu
(aluminio cobre), e funciona como fiagao elétrica.

[0049] Os resistores de aquecimento 108 sdao formados removendo parte da
camada de fiagdo de eletrodo 105 para formar lacunas e, expondo por¢des
correspondentes da camada de resistor de aquecimento 104. Mais especificamente,
a camada de fiagdo de eletrodo 105 é adjacente a camada de resistor de
aquecimento 104 e consiste de duas porgées dispostas com lacunas entré as
mesmas. Ainda, os resistores de aquecimento 108 consistem somente da camada
de resistor de aquecimento 104. Uma corrente flui de uma porgcédo da camada de
fiagcdo de eletrodo 105 a outra porcao disso, que é disposta separadamente através
dos resistores de aquecimento 108, por meio do qual os resistores de aguecimento
108 produzem o calor. A pluralidade de resistores de aquecimento 108 é arranjada e
a porta de suprimento de tinta 130 estende-se ao longo da direcdo do arranjo dos
resistores de aquecimento 108.

[0050] A camada de fiagdo de eletrodo 105 é conectada a um circuito de
elemento de acionamento, ou um terminal de fonte de alimentagao externa, que nao
sdo mostrados nas figuras e podem receber forga do exterior. Na modalidade
mostrada nas figuras, a camada de fiagdo de eletrodo 105 é disposta camada de
resistor de aquecimento 104, mas € possivel fo'rmar‘ a camada de fiagcao de eletrodo
105 na base 101 ou na camada de acumulacdo de calor 102, remover parte da
fiacdo de eletrodo 105 para formar lacunas e dispor a camada de resistor de

aquecimento 104 sobre a camada de fiagao de eletrodo 105 e as lacunas.
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[0051] Uma camada de protegado 106 é disposta nos resistores de aqueCimento
108 e na camada de fiagédo eletrodo 105 e protege elementos constituintes inferiores
abaixo da camada de protegdo 106 e funciona como uma camada de isolamento. A
camada de protecao 106 é feita de um filme de SiO, um filme de SiN ou similares.
[0052] Uma camada de protecéo superior 107 é disposta na camada de protegao
-106. A camada de protecao superior 107 protege os resistores de aquecimento 108
da acdo quimica e do impacto fisico ‘causado pelo calor dos resistores de
aquecimento 108. Na presente modalidade, a camada de protecédo superior 107 é
feita de Ta (tdntalo) ou um elemento do grupo da platina, como Ir (iridio) ou Ru
(ruténio).

[0053] A camada de protecado superior 107 inclui uma pluralidade de segbes
individuais, dispostas para cobrir individualmente porgdes superiores dos resistores
de aquecimento 108, para o propésito original de protegédo, e a se¢do comum 110,
que conecta a pluralidade de secdes individuais e que é disposta para evitar as
porcdes superiores dos resistores de aquecimento 108.

[0054] Com referéncia a fig. 3A na modalidade presente, as se¢des in.dividuais
da camada de protecdao superior 107 correspondentes aos resistores de
aquecimento adjacentes 108 sdo dispostas com lacunas entre elas, na direcdo do
arranjo de resistores de aquecimento 108. A segao comum 110 inclui uma porgéo de
faixa estendendo-se na forma de uma faixa na dire¢do do arranjo de resistores de
aquecimento 108, do lado de fbra das camaras de liquido 132 e uma porgao de
ramo ramificando-se da porcao de faixa nas cdmaras de liquido 132 e conectada a
cada sec¢ao individual. Entre as sec¢bes individuais e a por¢cao de ramo da segao
comum 110, séo fornecidas as regides de filme fino 113 nas quais a espessura do
filme da camada de protegcéao superior 107 é pequena. Mais especificamente, as
regides de filme fino 113 sao seg¢des de conexdo que conectam a secdo comum 110
e as secoes individuais da camada de protegcédo superior 107 correspondentes aos
resistores de aquecimento 108.

[0055] A fig. 4A é uma vista de plano esquematica mostrando a regido de filme

fino 113 da camada de protegao superior 107. A fig. 4B é uma vista transversal



12/24

esquematica parcial do substrato, tomada ao longo da linha IVb-IVb da fig. 4A. A
regiao de filme fino 113 da camada de protecdo superior é posicionada em regides
onde a tinta é contatada, tal como as camaras de tinta ou os caminhos de fluxo de
tinta em um caso onde a cabega de impressao de jato de tinta é formada. A camada
de protegéo superior 107 acima dos resistores de aquecimento 108 é formada para
ter uma grande espessura, na faixa de aproximadamente 200 a 500 nm, de modo a
alcangar longa durabilidade. Ainda, a regido de filme fino 113 da camada de
protecao superior € formada para ter uma espessura pequena, na faixa de 10 a 50
nm, para que, em um caso onde um curto circuito ocorra, uma camada de
isolamento seja formada facilmente na regido de filme fino pela anodizagéo. A
espessura do filme da regiao de filme fino 113 esta preferencialmente na faixa de 10
a 30nm

Configuragao do circuito

[0056] A fig. 5A € um diagrama de circuito da primeira modalidade da presente
invengdo. Um diagrama elétrico da cabeca de impressdo de jato de tinta 1 é
substancialmente idéntico aquele do substrato 100 para a cabega de impressao de
jato de tinta e sera omitido. Um circuito de selegcdo 115 seleciona um transistor de
comutagcdo 114 fornecido para cada uma das pluralidade de resistores de
aquecimento 108, com isso, conduzindo a pluralidade de resistores de aquecimento
108. As sec¢des individuais da camada de protegédo superior 107 fornecidas para
cobrir as porgdes superiores dos resistores de aquecimento 108 sao conectadas a
um eletrodo externo 111 através das regides de filme fino 113 e da se¢do comum
110. A secdo comum 110 tem a funcgéo de fiagdo elétrica. O eletrodo externo 111 &
aterrado por um aparelho de impressdao de jato de tinta 300. Uma fonte de
alimentagao 301 aciona os resistores de aquecimento 108 e aplica uma voltagem de
20a30 V. _ .

[0057] Incidentalmente, o polissilicio usado para um elemento fusivel geral tem
um ponto de fusdo de aproximadamente 1400°C. Ao contrario, o Ta usado para a
camada de protegéo'superior 107 é um metal tendo um alto ponto de fusao, de

aproximadamente 4000°C. De modo a estourar o elemento fusivel, & necessario
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derreter e remover pelo menos um. certo volume de um material formando o
elemento fusiv_el‘. Consequentemente,: em‘ um caso onde o elemento fusivel é
formado com Ta, grande energia é necessaria para estourar ou derreter o elemento
fusivel. Entretanto, de acordo com a presente invengéo,'a camada de protecao
superior 107 é eletricame_nte cortada usando uma reacao eletroquimica para
modificar a camada de proteg&o superior 107 para a camada de isolamento, em vez
de derreter e remover a camada de protecado superior 107. Consequentemente, a
presente invengéo requer energia relativamente pequena para cortar eletricamente a
camada de protegao superior. ’

[0058] Um estado no qual um curto circuito ocorfe sera explicado com referéncia
a fig. 5B. Em um caso onde um dos resistores de aquecimento 108 é danificado, a
camada de protecdo 106 tendo a fuhgéo de camada de isolamento &€ rompida.
Entao, parte da camada de protecao superior 107 & derretida e diretamente contata
a camada de resistor de aquecimento 104 e um curto circuito 200 ocorre entre a
camada de resistor de aquecimento 104 e a camada de protecdo superior 107. Uma
voltagem €& constantemente aplicada aos resistores de aquecimento 108.
Consequentemente, em um caso onde o curto circuito 200 ocorre entre a camada de
resistor de aqueéimento 104 e a camada de proteg¢ao superior 107, uma' voltagem é
aplicada a camada de protegao superior 107 e a camada de protecéo superior 107
estd na mesma voltagem que os resistores de aquecimento 108. Em um caso onde
os resistores de aquecimento 108 sdo acionados em uma voltagem positiva, a
camada de prdtegéo superior 107 é imediatamente anodizada por uma reagao
eletroquimica entre o metal formando a camada de protegéo superior 107 e a tinta,
cujo potencial € menor do que aquele do metal, e um filme oxidado é formado em
uma superficie que esta em contato com a tinta. '

[0059] De acordo com é presente invencdo, as regides de filme fino 113 sao
fornecidas nas sec¢bes de conexdao da camada de protegao superior 107, entre as
secdes individuais fornecidas para cobrir as porgées superiores dos resistores de
aquecimento 108 e a secdo comum 110 conectando as segées individuais. Nas

regides de filme fino 113 da presente invengao, a espessura do filme da camada de



14/24

protégéo superior 107 & pequena, como descrito acima. Mais especificamente, a
espessura do filme das regides de filme fino 113 da camada de protegdo superior
107 € menor do que aquela das seg¢des individuais da camada de protecéao superior
107 para cobrir as porgdes superiorés dos resistores de aquecimento 108.

[0060] A espessura de filme do filme oxidado formado pela anodizagéo
gefalmente corresponde a magnitude de uma voltagem aplicada. Em um caso onde
uma voltagem de 20 a 30 V é aplicada a um dos resistores de aquecimento 108, um
filme oxidado é formado na totalidade da correspondente regido de filme fino 113 da
camada de protecao superior 107, na diregcido da espessura do filme e a regido de
filme fino modifica-se para a camada de isolamento. Em outras palavras, em um
caso onde o curto circuito 200 ocorre, a regiao de filme fino 113 adjacente a segéao
individual da camada de protegdo superior 107 na qual o curto circuito ocorre,
modifica-se para a camada de isolamento. Consequentemente, ja que a camada de
isolamentd € interposta, a secéo individual da camada de protecao superior 107 na
qual o curto circuito 200 ocorreu € eletricamente separada das se¢des individuais da
camada de protecdo superior 107, que cobre as porgdes superiores dos outros
resistores de aquecimento 108.

[0061] Portanto, as regiées de filme fino 113 da presente invengéo, interpostas
entre as sec¢des individuais e a se¢do comum 110 da camada de protegcéao superior
107, desempenham um grande papel na aquisicdo de longa durabilidade de todo o
substrato para impressao de jato de tinta.

[0062] A camada de protegao superior 107 é anodizada, também, em um caso
onde, por exemplo, um furo ou similares é formado na camada de protegdo 106 que
isola a camada de fiagdo de eletrodo 105 de elementos na ou acima da camada de
fiacdo de eletrodo 105 no momento da fabricagao, pelo qual a camada de protecao
superior 107 e a camada de instalagdo elétrica de eletrodo 105 sao conectadas.
Consequentemente, na fabricacéo, é verificado se as propriedades de isolamento da
camada de prote¢ao 106 sao asseguradas.

[0063] Com referéncia a fig. 5C, um teste para verificar as propriedades de

isolamento da camada de protecdo 106 sera explicado abaixo. A fig. 5C € um
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diagrama de circuito no momento de um teste para verificar as propriedades de
isolamento da camada de protegdo 106. A verificagdo é realizada colocando uma
agulha (pino de teste) de um aparelho'de teste no eletrodo externo 111. A agulha de
teste é conectada a um dispositivo de medigao 302. O dispositivo de medi¢cdo 302
tem uma funcdo de medigdo digital ou analégica usada para varios testes, para
verificar se os resistores de aquecimento 108 e os tranéistores de comutacao 114
funcionam normalmente, e similares. A medicéo é feita de uma corrente fluindo, com
aplicacédo de uma voltagem entre a camada de protegcéo sUperior 107 e os resistores
de aquecimento 108 ou entre a camada de proteg¢ado superior 107 e a camada de
fiagao de eletrodo 105 que é igual a, ou maior, do que uma voltagem efetivamente
aplicada em um caso onde a cabeca de impressao é usada. E 6timo realizar este
teste no momento em que a camada de protegcao superior 107 é formada e o
eletrodo externo 111, ao qual a eletricidade é aplicada, é formado. Nesta ocasido, ja
que a camada de protecao superior 107 e as regides de pelicula fina 113 néao
contatam com a tinta, uma reacgao eletroquimica, como anodizacao através da tinta
n&o ocorre, mesmo se uma voltagem for aplicada. Consequentemente, & possivel
medir, sem quaisquer problemas, uma fuga de corrente entre a camada de protecéao
superior 107 e os resistores de aquecimento 108 e/ou entre a camada de protegéao
superior 107 e a camada de fiagdo de eletrodo 105.

[0064] Estrutura de camada da cabeg¢a de impressao de jato de tinta e método
de fabricagao disso.

[0065] A explicagdo sera feita abaixo em um exemplo de um processo de
manufatura da cabeca de impresséo de jato de tinta da primeira modalidade. As figs.
BA a 6F sao vistas transversais esquematicas para explicar o processo de
manufatura da cabeca de impressédo de jato de tinta mostrado nas figs. 3A e 3B.
Ainda, as figs. 7A a 7E sao vistas de plano esquematicas para explicar o processo
de manufatura da cabega de impresséo de jato de tinta mostrada nas figs. 3A e 3B.
[0066] O processo de producéo seguinte é realizado para a base 101, feita de Si,
ou uma base na qual um circuito de acionamento tendo elementos semicondutores
como os transistores de comutagao 114, para acionar seletivamente os resistores de
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aquecimento 108, é incorporado antecipadamente. No interesse da simplificacao da
explicagao, os desenhos anexados mostram a base 101 feita de Si.

[0067] Primeiro, com referéncia a fig. 6A, a base 101 € submetida ao método de
oxidacao térmica, ao método de pulverizagdo, ao método CVD, ou similares, para
formar a camada de acumulagdo de calor 102 feita de um filme termicamente
oxidado SiO2, como uma camada inferior abaixo da camada do resistor de
aquecimento 104. Incidentalmente, quanto a base na qual o circuito de acionamento
€ incorporado antecipadamente, a camada de acumulagdo de calor pode ser
formada durante um processo de manufatura do circuito de acionamento.

[0068] Apods, com referéncia a fig. 6A, a camada do resistor de aquecimento 104,
de TaSiN ou similares, é formada na camada de acumulacdo de calor 102 pela
pulverizacao de reagédo, de modo que a camada do resistor de aquecimento 104
tenha uma espessura de aproximadamente 50 nm. Ainda, uma camada de Al, que
deve ser a camada de fiagao do eletrodo 105, é formada na camada de resistor de
aquecimento 104 pela pulverizacdo, de modo que a camada de fiagdo do eletrodo
105 tenha uma espessura de aproximadamente 300 nm. A corrosdo seca é
simultaneamente realizada na camada de resistor de aguecimento 104 e na camada
de fiacao de eletrodo 105 pelo método de fotolitografia, para obter uma forma planar
mostrada na fig. 7A. Incidentalmente, na presente modalidade, o meétodo de
corroséo idnica reativa (RIE) é usado como corroséo seca.

[0069] Apds, de modo a formar os resistores de aquecimento 108, a corrosao
umida é realizada usando o método de fotolitografia novamente, para remover
parcialmente a camada de fiacdo de eletrodo 105 feito de Al e parcialmente expde a
camada de resistor de aquecimento 104, como mostrado nas figs. 6A e 7B.
Incidentalmente, de modo alcancar excelentes propriedades de cobertura da
camada de protegdo 106 nas extremidades da fiacdo, é desejavel realizar a
publicamente conhecida corrosdao Umida, para obter uma forma conificada
apropriada nas extremidades da fiagéo.

[0070] Em seguida, um filme de SiN, como a camada de protecdo 106, é
formado para ter uma espessura de aproximadamente 350 nm pelo método CVD a
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plasma, como mostrado nas figs. 6B e 7C.

[0071] Apéds, uma camada de Ta como a camada de protegdo superior 107 é
formada na camada de protegcdao 106 pela pulverizacdo, de modo que a camada de
protecao superior tenha uma espessura de aproximadamente 350 nm. A corrosao
seca é realizada pelo método de fotolitografia para remover parcialmente a camada
de protecdo superior 107 e obter a forma da camada de protecado superior 107,
como mostrado nas figs. 6C e 7D. Neste estagio, a camada de superior de protegcao
107 inclui as se¢des individuais cobrindo os resistores de aquecimento 108, a seg¢édo
comum 110 conectando as seg¢des individuais e as segdes de conexdo entre as
seg¢des individuais e a segao comum 110. '

[0072] A seguir, a corrosao seca ¢é realizada pelo método de fotolitografia
somente nas secbes de conexdo da camada de protegdo superior 107, entre as
sec¢des individuais e a se¢dao comum 110, para formar as regides de filme fino 113.
Nesta ocasido, a corrosado néo é realizada em toda a carhada de protegdo superior
107, na diregao de espessura e a corrosao é parada em um caso onde a espessura
da camada de protecdo superior 107 atinge aproximadamente 30nm. As regibes de
filme fino 113 sdo formadas de uma forma mostrada nas figs. 6D e 7E. As regi6es de
filme fino 113 sdo formadas em posigées que devem contatar diretamente com a
tinta em um caso onde a cabeca de impressao de jato de tinta € usada.

[0073] Depois, a fim de formar o eletrodo externo 111, a corrosdo seca é
realizada pelo método de fotolitografia, para remover parcialmente a camada de
protecdo 106 e parcialmente expor uma porgdo correspondente da camada de
fiacdo do eletrodo 105, como mostrado na fig. 6E.

[0074] Na presente modalidade, uma camada de Ta, formada como uma
camada, é submetida a uma meia corroséao para reduzir a espessura do filme das
regides de filme fino 113, como mostrado na fig. 4B. As secdes individuais da
camada de protecao superior 107 cobrindo as porgées superiores dos resistores de
aquecimento 108 tem uma espessura de 350nm, que é grande o bastante para
atingir uma longa durabilidade. Ao contrario, as regiées de filme fino 113 fornecidas

nas sec¢des de conexdo da camada de protegao superior 107 tém uma espessura de
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30nm. Em um caso onde a fonte de alimentagéo 301 tem uma voltagem de 24 Ve o
curto circuito 200 ocorre, a correspondente regiao de filme fino 113 é anodizada pela
reacéo eletroquimica com a tinta e toda a regiao de filme fino 113 torna-se o filme de
Ta oxidado, para assegurar as propriedades de isolamento.

[0075] Nesta ocasido, somente as regides de filme fino 113 podem ser finas ou a
toda a se¢cdo comum 110 pode, também, ser formada para ser uma pelicula fina.
Entretanto, a se¢cdo comum 110 tem de passar eficientemente corrente como fiagao
elétrica e, preferencialmente, tem certo nivel da espessura. Por exemplo, a se¢ao
comum 110 preferencialmente tem a mesma espessura (350nm na presente
modalidade) das seg¢des individuais cobrindo as porgdes superiores dos resistores
de aquecimento 108. '

[0076] Depois, com referéncia a fig. 6F, o membro de formacédo de caminho de
fluxo 120 é disposto no lado superior do substrato 100, no qual a camada de
protegao superior 107 é disposta. O membro de formacédo de caminho de fluxo 120
define as camaras de liquido nas posi¢gdes correspondentes aos resistores de
aquecimento 108, entre o membro de formacdo de caminho de fluxo 120 e o
substrato 100. As regibes de filme fino 113 estdo dispostas nas posi¢gbées em que
devem contatar com a tinta no caso onde a cabeca de impresséo de jato de tinta é
usada. Ainda, o membro de formagao de caminho do fluxo 120 & provisto com as
portas de eje¢do 121, posicionadas para ficarem voltadas aos resistores de
aquecimento 108. _

[0077] A cabeca de impressdo de jato de tinta da primeira modalidade da
presente invengdo € manufaturada pelo processo acima mencionado.

[0078] De acordo com os atributos da presente modalidade, as regides de filme
fino 113 da camada de protegdo superior 107 sao feitas de Ta. A reagéo
eletroquimica entre a camada de protegao superior 107 e a tinta forma um filme de
isolamento na regiao de filme fino, pelo qual a porgédo na qual o curto circuito ocorreu
pode ser eletricamente separada. Isto pode melhorar a confiabilidade da cabeca de
impressao com relativamente pouca energia, sem requerer grande energia, como no
caso do uso de elementos fusiveis para separar a por¢ao na qual o curto circuito
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ocorreu. Ainda, em um caso onde a por¢ao na dual o curto circuito ocorreu é
separada, a camada de protegdo superior 107 nao atinge uma alta temperatura,
como no caso da utilizacdo de elementos fusiveis, e consequentemente, é possiVeI
reduzir o dano aos bocais. \ v

[0079] De acordo com os acima mencionados atributos, apés um dos resistores
de aquecimento 108 (aquecedores) ser desconectado, a regido de correspondente
fime fino 113 é anodizada para se tornar filme de Ta oxidado e remanescentes.
Consequentemente, mesmo depois que o aquecedor é desconectado, a camada de
protecdo 106 abaixo da regido de filme fino 113 pode ser protegida de ser eluida
pela tinta.

[0080] Nos acima mencionados atributos, apés um teste para verificar as
propriedades de isolamento da acima mencionada camada de protecéo e antes do
envio, um potencial positivo pode ser aplicado a se¢do comum 110 em um estado no
gual a cabeca de impressao de jato de tinta é preenchida com tinta, para formar a
camada de isolamento com as regides de filme fino 113, de modo que as se¢des
individuais da camada de protegao su'perior\107 sejam’ eletricamente separadas
antecipadamente. Neste caso, como as sec¢ées individuais 107 ja sao eletricamente
separadas antes do uso, ndo ha nenhuma necessidade de se preocupar com a
alteracéao sequencfal de uma grande porgéo da camada de protecédo superior 107,
em um caso onde o cLlrto circuito'oco'rre no momento do uso.

Segunda Modalidade

[0081] Uma segunda modalidade da presente invencao sera especificamente
explicada- abaixo, com referéncia as figs. 8A a 8G. A explicagdo de atributos
similares aqueles da priméira modalidade sera omitida. |

[0082] A fig. 8A é uma vista de plano esquematica de uma regiao de filme fino
113 da seguhda modalidade da presente invencéo. A fig. 8B é uma vista transversal
secional esquematica parcial de um substrato, tomada ao longo da linha Vllib-Vlilb
da fig. 8A. Uma camada de' protecao superior 107 & dividida em uma camada
superior de protecdao 107a? tendo uma eépéssura de 300nm e uma camada de
protecéo éuperior 107b tendo uma espessura de 30 hm, e tanto as camadas de
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protecdo superiores 107a como as 107b sado formadas de Ta, na camada de
acumulacgéo de calor 102 na ordem indicada.

[0083] As figs. 8C a 8G mostram um exemplo de um processo de manufatura de
uma cabec¢a de impressido de jato de tinta da segunda modalidade. A fig. 8C é
idéntica a fig. 6B para explicar a primeira modalidade. As etapas realizadas para
alcancar um estado mostrado na fig. 8C sado idénticas aquelas da primeira
modalidade. _

[0084] Uma camada de Ta tendo uma espessura de aproximadamente 300 nm,
como a camada de protecao superior 107a, é formada pela pulverizagdo, em uma
camada de protecao 106, de um substrato 100 em um estado mostrado na fig. 8C. A
corrosao seca é realizada pelo método de fotolitografia, para remover parcialmente a
camada de protecado superior 107a e obter a forma da camada de protecao superior
107a mostrada na fig. 8D. Neste estagio, a’camada de protegdo superior nao existe
em uma porgao que correspondente a regiado de filme fino 113.

[0085] Apés, uma camada de Ta tendo uma espessura de aproximadamente
30nm, como a camada de protecao superior 107b, é formada pela pulverizagdo em
uma superficie superior da camada de protecao superior 107a. Entdo, a corrosao
seca é realizada pelo método de fotolitografia, para remover parcialmente a camada
de protegdo superior 107b e obter a forma da camada de protegado superior 107b
mostrada na fig. 8E. Esta camada de protecao superior 107b cobre a anteriormente
formada camada de protecdo superior 107a. Com referéncia a fig. 8A, que é uma
vista de plano, a camada de protec¢ao superior 107b se projeta para fora da camada
de protecdo superior 107a. A camada de protecdo superior 107b é, também,
fornecida na porgcdo acima descrita, correspondente a regido de filme fino 113 da
qual a camada de protegao superiof 107a é removida.

[0086] Portanto, na modalidade presente, a regido de filme fino 113 da camada
de protecado superior 107 é feita de Ta. De acordo este atributo, uma reagao
eletroquimica entre a camada de protegao superior 107 e a tinta forma o filme de
isolamento na regido de filme fino, pelo qual uma porgdo na qual um curto circuito

ocorreu pode ser eletricamente separada.
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[0687] As efapas subsequentes mostradas nas 'figs. 8F' e 8G sao idénticas
aquelas da primeira modalidade mostrada nas Figs. 6E e 6F.
[0088] Na presente modalidade, a espessura do filme da regiao de filme fino 113

é determinada com base somente em uma condigédo de pulverizagdo da camada de
protecao superior 107b, e é facil melhdrar a precisao da 'espessura do filme da
regido de filme fino 113. ' '
Terceira Modalidade | _ _ _

[0089]' Uma terceira modalidade da presente invencdo sera especificamente
explicada com referéncia as figs. 9A a 9G. A explicacdo de atributos similares
aqueles da primeira modalidade sera omitida.

- [0090] A fig. 9A é uma vista de plaho esquematica de uma regiéo de filme fino
113 de uma camada de protecédo superior 107 da terceira modalidade da presente
invéngéo. A fig. 9B é uma vista transversal secional esquematica parcial de um
substrato tomada ao longo da linha IXb-IXb da fig. 9A. A camada de protecdo
superior 107 é dividida em uma camada de protecdo superior 107c tendo uma
espessura de 50 nm e uma carﬁada de protegao superior -107d tendo uma
espessura de 250 nm e as camadas de protegéo superior 107c e 107d sao formadas
em uma camada de acumulagao de calor 102 na ordem indicada. A camada de
protecao superior 107c'é_ fei_ta de Ta, e a canﬁada de protegao superior 107d é feita
do metal Ir do grupo da platina. ‘

[0091] A camada de protecdo superior 107c e a camada de protegcdo superior
107d sao formadas em 'padrées substancialmenté idénticos. Na regido de filme fino
113, a camada de brotegéo superior 107d é removida e somente a camada superior
de protecao 107c existe. ’

[0092] As figs. 9C a 9E mostram um exemplo de um proCesso de manufatura de
uma cabeca de impressao de jato de tinta da terceira modalidade. A fig. 9C &
idéntica a fig. 6B, para explicar a primeira modalidade e as etapas realizadas para
alcangcar um estado mostrado na fig. 9C sao idénticos édueles da primeira
modalidade. | :

[0093] Umé camada de Ta tendo uma espessura' de aproximadamente 50nm,
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como a camada de protecdo superior 107c, € formada pela pulverizagdo, em uma
camada de protecdo 106, de um substrato 100 em um estado mostrado na fig. 9C.
Entdo uma camada de Ir tendo uma espessura de aproximadamente 250nm é
formada pela pulverizagdo, como a camada de protegao superior 107d. Depbis,
corrosao seca é realizada pelo método de fotolitografia, para remover uma porgao
correspondente a regiao de filme fino 113 da camada de protegéao superior 107d e
obter a forma da camada de protec¢ao superior 107d mostrada na fig. 9D.

[0094] A corrosdo seca é realizada pelo método de fotolitografia para remover
parcialmente a camada de protegdo superior 107c e obter a forma da camada de
protecdo superior 107c mostrada na fig. 9E. Com referéncia a fig. 9A, que é uma
vista de plano, uma regido na qual a camada de protegao superior 107d é disposta,
esta dentro de uma regido na qual a camada de protegao superior 107c € disposta.
Ainda, a camada de protec¢éo superior 107d néo existe na regido de filme fino 113.
[0095] As etapas subsequentes mostradas nas figs. 9F e 9G sé&o idénticas
aquelas da primeira modalidade mostrada nas figs. 6E e 6F.

[0096] Tanto o Ir usado para a camada de protecdo superior 107d quanto o Ta
usado para a camada de protecdo superior 107c sdo geralmente apropriadamente
usados como materiais para proteger os resistores de aquecimento da cabeca de
impressao de jato de tinta. Estes materiais tém condutividade.

[0097] Quando a camada de protegdo superior 107 causa uma reagéo
eletroquimica com a tinta, como uma solugao de eletrélito, em um caso onde o
material constituinte é o Ir, o préprio Ir, como um ion metalico é eluido na tinta, e em
um caso onde o material constituinte € o Ta, a camada de protegéo superior 107 &
anodizada para formar um filme oxidado. Na presente modalidade, a regi&o de filme
fino 113 da camada de protegéo superior 107 é feita de Ta. Na presente modalidade,
uma reagéo eletroquimica entre a camada de protegéo superior 107 e a tinta forma
um filme de isolamento na regido de filme fino 113, pelo qual uma porgéo na qual um
curto circuito ocorreu pode ser eletricamente separada. |

[0098] E sabido que o Ir ndo adere fortemente ao SiN formando a camada de

protecdo 106. Ainda, o Ir € um elemento do grupo da platina e a corrosdo é
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geralmente realizada por um método mais fisico. Neste caso, ha uma possibilidade
de que o SiN formando uma fundagéao também seja corroido a alta velocidade e que
a fungé@o da camada de protegcéo 106 seja danificada.

[0099] Por outro lado, o Ta da camada de protegéo superior 107¢ interposto
entre a camada de protegéo superior 107d e a camada de protecao 106 tem a
fungdo de melhorar a adesividade entre estas camadas.

[00100] Consequentemente, na presente modalidade, na qual a camada de
protegéo superior 107c feita de Ta e a camada de protegao superior 107d feita de Ir
sao fornecidas na camada de protegcdao 106 na ordem indicada, é facil controlar a
corrosdo no momento da fabricagao, e a ad_esividade entre as camadas ¢ alta.
[00101] Na acima mencionada modalidade, o Ta € usado como um material para
a regiao de filme fino 113 da camada de protegao superior. Entretanto, a presente
invengao nao é limitada a isto e um material (como Ta, Cr, Ni, ou uma liga desses)
que se modifica para um filme de isolamento, como consequéncia de uma reagéo
eletroquimica com a tinta, pode ser usado para a regiao de filme fino 113.

[00102] Na acima mencionada modalidade, o Ir € usado como um material para a
camada de protecao superior 107d. Entretanto, a presente invencdo néo é limitada a
isto e outro elemento do grupo da platina pode ser usado para a camada de
protecéao superior 107d no lugar do Ir. _

[00103] Na modalidade acima mencionada, as duas camadas de protecao
superiores sao formadas. Entretanto, a presente a invengédo nao € limitada a isto, e
trés ou mais camadas de protecdo superiores podem ser formadas. Ainda, em um
caso onde uma pluralidade de camadas de protecao superioras sdo formadas, o
numero de materiais para as camadas de protegcédo superiores pode ser um e pode
ser dois ou mais enquanto o(s) material (is) que se maodifica(m) do filme de
isolamento em consequéncia de uma reacgéo eletroquimica com a tinta € (séo)
usados para a regiao de filme fino 113. |

[00104] Enquanto a presente invengdao tem sido descrita com referéncia a
modalidades exemplares, deve ser entendido que a invencdo ndo é limitada as
modalidades exemplares descritas. Ao escopo das seguintes reivindicagées deve
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ser concedida a interpretagéo mais ampla de modo a englobar todas essas
modificagbes e estruturas equivalentes e fungbes '
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REIVINDICACOES:
1. Substrato para uma cabeca de impresséo de jato de tinta caracterizado

pelo fato de que compreende:

uma base; |

uma pluralidade de resistores de aquecimento para aquecer a tinta, os
resistores de aquecimento estando dispostos na base e produzindo calor em um
caso onde os resistores de aquecimento sdo energizados;

uma primeira camada de protecdo dlsposta nos resistores de
aquecimento e tendo propriedades de isolamento e;

uma segunda camada de protegdo disposta na primeira camada de
protecao e tendo condutividade,

| em que a segunda camada de protecdo inclui seg¢bes individuais

dispostas para cobrir individualmente a pluralidade de resistores de aquecimento,
uma segdo comum conectando as seg¢des individuais e segdes de conexdo
mterpostas entre as secdes |nd|V|dua|s € a segao comum e conectando as secées
individuais e a secao comum e,

as secgdes de conexao sédo dispostas em posi¢cdes de modo a estar em
contato com a tinta e incluem um material que se modifica para um fiime de .
isolamento por uma reagéo eletroquimica com a tinta. ‘

2. Substrato de acordo com a rei\)indicagéo 1, caracterizado pelo fato de

que as segbes de conexédo tém uma espessura menor do que as seg¢des individuais
€ a segao comum. | ,

3. Substrato de acordo com a relvmdlcagéo 1 ou 2, caracterizado pelo fato
de que as sec¢des de conexao tém uma espessura de 10 a 50 nm.

4. Substrato de acordo com qualquer uma das reivindicagbes 1 a 3,
caracterizado pelo fato de que as se¢des de conexao incluem pelo menos um dentre

Ta, Cr e Ni.
5. Cabeca de |mpressao de jato de tlnta caracterlzada pelo fato de que

-compreende:
um substrato para a cabegca de impressdo de jato de tinta
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compreendendo:

uma base;

uma pluralidade de resistores de aquecimento para aquecer a tinta, os
resistores de aquecimento estando dispostos na base e produzindo calor em um
caso onde os resistores de aquecimento séo energizados;

uma primeira camada de prote¢do disposta nos resistores de
aquecimento e tendo propriedades de isolamento;

uma segunda camada de protecdo disposta na primeira camada de
protecao e tendo condutividade,

em que a segunda camada de protecdo inclui seg¢bes individuais
dispostas para cobrir individualmente a pluralidade de resistores de aquecimento,
uma seg¢ao comum conectando as seg¢des individuais e secdes de conexéo
interpostas entre as sec¢des individuais € a segdo comum e conectando as segoes
individuais e a secdo comum, e |

as secdes de conexao sao dispostas em posicdes de modo a estar em
contato com a tinta e incluem um material que se modifica para um filme de
isolamento por uma reacao eletroquimica com a tinta e;

um membro de formagdo de caminho de fluxo aderido a um lado superior
do substrato, no qual a segunda camada de protecido é disposta, o membro de
formacgao de caminho de fluxo definindo camaras de liquido capazes de armazenar a
tinta em posigdes correspondentes aos resistores de aquecimento entre o membro
de formacgao de caminho de fluxo e o substrato, e tendo portas de ejecao para ejetar
a tinta em posig¢des voltadas para os resistores de aquecimento,

em que a cabeca de impressdao de jato de tinta aquece a tinta
armazenada nas camaras de liquido energiiando os resistores de aquecimento para
formar bolhas na tinta, assim, ejetando goticulas de tinta a partir das portas de
ejecao.

6. Cabeca de impressao de jato de tinta de acordo com a reivindicacao 5,
caracterizada pelo fato de que um potencial aplicado aos resistores de aquecimento

é mais alto do que um potencial da tinta armazenada nas camaras de liquido.
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7. Método para fabricar uma cabeca de impressdo de jato de tinta
compreendendo: | - o '

um substrato para cabeca de impresséao de jato de tinta compreendendo:

uma base; | ' ) _ ‘

uma pluralidade de resistores de aquecimento para aquecer a tinta, os
resistores de aquecimento estando dispostos na base e produzindo calor em um
caso onde os resistores de aquecimento s&o energizados;

uma primeira camada de protegdo disposta nos resistores de
aquecimento e tendo propriedades de isolamento e; '

-uma segunda camada de protecdo disposta na primeira camada de

protecéo e tendo condutividade, ' |

em que a segunda camada de prbtegéo inclui seg¢bes individuais
dispostas para cobrir individualrhente a pluralidade de resistores de aquecimento,
uma secdo comum conectando as seg:c")'es' individuais, e secbes de conexao
interpostas entre as segdes individuais e a segdo comum e conectando as segdes
individuais e a segdo comum, e _

as sec¢des de conexao sdo dispostas em dispostas em posigées de modo
a estar em contato com a tinta e incluem um material que se modifica para um filme
de isolamento por uma reacéo eletroquimica com a tinta; e

um membro de formacao de caminho de fluxo aderido a um lado superior
do substrato no quél a"segunda camada_ de protecdo é disposta, o membro de
formacgéao de caminho de fluxo definindo cdmaras de liquido capazes de armazenar a
tinta em ‘posigées correspondentes aos resistores de aquecimento entre o membro
de formacéao de caminho de fluxo e o substrato, e tendo portas de ejecéo para ejetar
a tinta em posicdes voltadas aos resistores de équecimento,

em que a cabeca de impressdao de jato de tinta aquece a tinta
armazenada nas camaras de liquido energizando os resistores de aquecimento para
formar bolhas na tinta, assim, ejetando goticulas de tinta a partir das portas de
ejecao, o método caracterizado por compreender: ’

fabricar o membro de formagao de caminho de fluxo no substrato para a
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cabeca de impressao de jato de tinta; e

apos a etapa de fabricagéo, eletricamente separar as seg¢des individuais
uma da outra energizando a segdo comum em um estado no qual a segunda
camada de protegdo contata a tinta para modificar as se¢ées de conexdo para os
filmes de isolamento.

8. Método de acordo com a reivindicagdo 7, caracterizado pelo fato de
gue antes da etapa de separar, um teste para uma corrente de vazamento entre os
resistores de aquecimento e a segunda camada de protegcdo é conduzido.

9. Método de acordo com a reivindicagdo 7 ou 8, caracterizado pelo fato
de que um potencial aplicado a se¢gdo comum é mais alto do que um potencial da
tinta contatando a segunda camada de protecéo.

10. Aparelho de impressao de jato dé tinta caracterizado por conduzir a

impressdo em um meio de impressdo usando uma cabec¢a de impressao de jato de
tinta,

em que a cabecga de impresséao de jato de tinta compreende:

um substrato para cabega de impresséao de jato de tinta compreendendo:

uma base;

uma pluralidade de resistores de aquecimento para aquecer a tinta, os
resistores de aquecimento estando dispostos na base e produzindo calor em um
caso onde os resistores de aquecimento séo energizados; v

uma primeira camada de protegdo disposta nos resistores de
aguecimento e tendo propriedades de isolamento e;

uma segunda camada de protegdo disposta na primeira camada de
protecao e tendo condutividade,

em que a segunda camada de protegao inclui seg¢des individuais
dispostas para cobrir individualmente a pluralidade de resistores de aquecimento,
uma secado comum conectando as sec¢des individuais, e secbes de conexao
interpostas entre as se¢des individuais e a se¢cdo comum e conectando as segbes
individuais e a se¢gao comum, e

as segbes de conexdo sdo dispostas em posicdes de modo a estar em
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contato com a tinta e incluem um Amaterial que se modifica para um filme de
'|solamento por uma reagao eletroqmmlca com a tinta; e

um membro de formacgéo de camlnho de fluxo aderido a um lado superior
do substrato no qual a segunda camada de»protegéo é disposta, o membro de
formagao de caminho de fluxo definindo _cémaras de liquido capazes de armazenar a
tinta em posi¢cdes correspondentes aos resistores de aquecimento entre o membro
de formagédo de caminho de ﬂuxovmer.nbro e o substrato, e possuindo portas de
ejecéao para ejetar tinta em posi¢coes voltadas aos resistores de aquecimento,

em que a cabega de impresséro de jato de tinta aquece a tinta
armazenada nas camaras de liquido enérgizando o resistores de aquecimento para
~ formar bolhas na tinta, assim, ejeta'ndo goticulas de tinta das portas de ejegao e a
cabeca de impressao de jato de tinta é aterrada através do aparelho de impressao
de jato de tinta.

11. .Substrato para uma 'cabeca de impressao de jato de tinta
caracterizado pelo fato de que compreende: | '

uma base;

uma pluralidade de resistorés de aquecimento para aquecer a tinta, os
resistores de aquecimento estando dispostos na base e produzindo calor em um
caso onde os resistores de a'quecifnento'séo ehergizados

uma primeira camada de protegao dlsposta nos resistores de
aquecmento e tendo proprledades de |solamento e;

uma segunda camada de protecao dlsposta na primeira camada de
protecao e tendo condutividade, , ' v

em qué a segu‘n'da camada de protecdo inclui sec¢des individuais
dispostas para cobrir individualmente a 'pluralidade de resistores de aquecimento,
uma secao comum conectando as secgOes individuais e, segbes de conexao
interpostas entre as seg¢des individuais e av secdo comum e conectando as segdes

individuais e a seg:ao comum e,
as secbes de conexao estao dispostas em posu;oes de modo a estar em

contato com a tinta e incluem, pelo menos um dentre Ta, Cre Ni.
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12. Substrato de acordo cbm a reivindicagédo 11, caracterizado pelo fato

de que as secbes de conexdo tém uma espessura m'enor do que as secdes
individuais e a secao comum. . v ' ‘

13. Substrato de acordo com qualquer uma das reivindicagdées 1 a 4, 11 e
12, caracterizado pelo fato de que a segunda camada de protegéo é formada de
duas ou mais camadas e as seges de conexdo sdo formadas de parte das

camadas formando a segunda camada de protegao.



1/9







3/9

~— 108 105 106

120

T - (130)

FIG.3A

T

SR AR TR [
w0 gg0 A2

' \ s 6
3 /4/\\”\\ «/2}‘7/ \\\\“ (4\\\\\({,1/ Nk

AV AT L4 DA

\\\\\\\\\\\\\\\“‘\\\\\

. A/ -
108 -

FIG.3B



4/9

FIG.4A




5/9

FIG.5A

FIG.5B

FIG.5C



FIG.6A

FIG.6B

FIG.6C

FIG.6D

FIG.6E

FIG.6F

6/9

72707
7 ..}}}.”4//7

Sy
R

‘
222222, /////

110

'Q.\\L-_m“m )
Nz




7/9

105

T

T

FIG.7A

105106

¥

:

FIG.7C

108

105106

J el

................................

FIG.7E

108 105

FIG.7B

108 105106

E Y L S B R
B s I e 4
107 i A & E RN}
E ORI .“ * 4

AN B EOD ) ) o o e ge '

Y Do 771 Remm 1,20 B 07
107 ) oy ‘ /
Aol 38171

FIG.7F



___________

___________

FIG.8A

FIG.8C
FIG.8D
FIG.8E

FIG.8F

FIG.8G

) /M/I

8/9

NN QNN
m‘..\ /,”//W //// (4

107b-

113101074

110

.......................

j\\\ T
Sy /I’/ﬂ/////‘w "__‘ e

\'"1 SRSV
SSx /i(l/ //);// ”

aas
X

B




9/9

| 107
IXB 127& 1(%7(: § IXB

LT
FIG.9A

FIG.9C

p ” A M/ “‘\ﬂlﬂ .

\\\.\\\\\.\\\\‘\x
T

////7/&’#//////// /1:1‘////

102- //// 772

22175 S ) 17

110

FIG.9D

13.3)’ :

07 (107d—
107 {137

"'ﬂ
~

SIS

FIG.9E

N = \
SN G '////m
”&'/MII{“‘ W{

5
7 ,//// B ’// /7/'
IR 4.?.\.‘2.‘ W/ B

FIG.9F

\'\\\\\‘§

FIG.9G

/////////14" ”/’ ““

ﬂ.’({/ 7L

4111

SSI5




1/1

RESUMO
“SUBSTRATO PARA CABECA DE IMPRESSAO DE JATO DE TINTA, CABECA DE
IMPRESSAO DE JATO DE TINTA, METODO PARA FABRICAGCAO DE UMA
CABEQA DE IMPRESSAO DE JATO DE TINTA E APARELHO DE IMPRESSAOQO DE
JATO DE TINTA”
A presente invencao se refere a um substrato para uma cabeca de impresséao de
jato de tinta compreende: uma base; uma pluralidade de resistores de aquecimento
para aquecer a tinta, os resistores de aquecimento estando dispostos na base e
produzindo calor em um caso onde os resistores de aquecimento sédo energizados;
uma primeira camada de protecao disposta nos resistores de aquecimento e tendo
propriedades de isolamento; e uma segunda camada de protecdo disposta na
primeira camada de protecdo e tendo condutividade. A segunda camada de
protecao inclui se¢cdes individuais dispostas para cobrir individualmente a pluralidade
de resistores de aquecimento, uma segdo comum conectando as seg¢des individuais
e secbes de conexao interpostas entre as sec¢des individuais e a se¢gao comum e
conectando as seg¢bes individuais e a segdo comum. As se¢des de conexao estéao
dispostas em posicdes de modo a estar ém contato com a tinta e incluem um
material que se modifica para um filme de isolamento por uma reacéao eletroquimica

com a tinta.
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